—O Energieeffiziente Elektronik-Produktion -

Wellenloten mit niedrigschmelzendem Lot
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Standard-Lotlegierungen auf Basis von Zinn
und Kupfer haben einen Schmelzpunkt von ca.
230 °C. Bei Fujitsu in Augsburg wurde fir das
Wellenloten in der Elektronik-Produktion eine
niedrigschmelzende Legierung auf Basis von
Bismut, Zinn und Silber mit einem Schmelz-
punkt von nur 138 °C erstmalig qualifiziert.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- 4,0% weniger Energieverbrauch beim Wellen-
|6tprozess,

- deutliche Verbesserung der Lotqualitat und

- ca. 50 % weniger Abfalle.

In der Serienfertigung konnten auf vier Pro-
duktionslinien mit dem neuen Verfahren be-
reits mehr als 1,3 Millionen Mainboards erfolg-
reich gefertigt werden. Die Anwendung des
Wellenlotens mit niedrigschmelzendem Lot auf
weitere Produktionslinien ist geplant.

Das Energieeinsparpotenzial pro Jahr belauft
sich auf etwa 250.000 kWh. Das entspricht ei-
ner Reduzierung der Treibhausgase um rund
140t bei deutschem Strommix.
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